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ナノの力で未来を守る
ー パワー半導体を支える新封止材 ー

概要 ・ 成果

製品 ・ サービス紹介

希望するマッチング先

私たちの暮らしを支える電気製品や電気自動車には、電気を効率よく制御する「パワー半導体」が欠かせません。こ
れらの次世代半導体は、高い電圧にさらされるため、表面を守る絶縁材料（封止材）がとても重要です。しかし、強い
電気のストレスに耐えられる封止材の開発は、大きな課題でした。 
今回、酸化物ナノフィラーを“ごくわずか”に加えて分散させることで、従来の封止材を大幅に強化。その結果、モデ
ル評価において、高い電圧にもしっかり耐える新しい高耐圧ナノコンポジット封止材の実現に成功しました。この成果
は、安心で持続可能なエネルギー社会の実現に大きく貢献します。

●様々な封止材（シリコーンゲルやエポキシ樹脂）に酸
化物ナノフィラーを添加・分散し、耐電圧を向上させるこ
とが可能です。 
●高信頼・低損失パワー半導体モジュールを実現する封
止材の材料設計指針を提供します。 

●ナノコンポジット封止材を応用した高電圧検知セン
サーを開発中。電界により発生した誘電泳動で粒子を
集積し、電圧状態を文字表示する独自原理を採用。さ
らなる安全性と信頼性の向上に貢献。※本技術は特許
出願済みです。

パワー半導体モジュール内部断面図と 
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ナノコンポジット
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●高耐圧封止材の開発・導入を検討するパワー半導体メーカー 
　（シリコーンゲルやエポキシ樹脂を使用する企業）
●高信頼・低損失パワー半導体モジュールの設計・製造を行う企業 
　（車載用、産業用インバータ、電力変換機器メーカー）
●高電圧検出センサーの応用展開・製造を進める企業や研究機関 
　（電力インフラ、EV／再エネ関連、スマートグリッド関連メーカー、
　センサー製造企業）
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